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Resisténcia de Contato

Em sistemas compostos, a queda de
temperatura através da interface entre
0S materiais pode ser consideravel,
sendo-conhecido por resisténcia
termica de contato R; ..
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Fig. 3.4 Queda de temperatura devida a resisténcia térmica de contato.



[ Resisténcia de Contato

A resisténcia de contato finita é devido aos
efeitos da rugosidade da superficie.

Os pontos de contato sao intercalados com
espacamentos preenchidos com ar.

A transferéncia de calor € devida a
conducao atraves da area de contato real e
a conducao e/ou radiacao atraves dos
espacamentos.



[Resisténcia de Contato

Para solidos, a resisténcia de contato
pode ser reduzida através do aumento da
area de contato dos pontos;

al aumento pode ser efetuado
aumentando-se a pressao da junta e/ou
reduzindo-se a rugosidade das superficies
em contato;

A resisténcia de contato pode ser reduzida
pela escolha de um fluido interfacial de
alta condutividade térmica.




Resisténcia de Contato

Tagea 3.1 Resisténcia térmica de contato para (a) interfaces metalicas sob condices de vacuo e (b) interface de aluminio
(10-pm superficie rugosa, 10° N/m?) com diferentes fluidos interfaciais [1]

Resisténcia Termica R7 % 104 (m? - K/W)

(a) Interface de Vacuo (b) Fluido de Interface

Pressio de contato 100 kN/m? 10.000 kN/m? Ar 275
Ago inoxidavel 6-25 0,7-4,0 Helio 1,05
Cobre 1-10 0,1-0,5 Hidrogénio 0,720
Magnésio 1,5-3,5 0,2-0,4 Oleo de silicone 0,525

Aluminio . 1,5-5,0 0,2-0,4 Glicerina 0,265



[ Resisténcia de Contato

Qualquer substancia de preenchimento cuja
condutividade térmica seja maior do que a
do ar e que ocupe o0 espacamento entre as
superficies de contato ira diminuir a
resisténcia de contato;

Os metais, incluindo indio, chumbo,
estanho e prata, podem ser inseridos como
folnas metalicas delgadas, ou como um
revestimento aplicado a um dos materiais.



[Resisténcia de Contato

Pastas téermicas a base de silicio sao
atrativas, pois preenchem
completamente os espacamentos com
um material cuja condutividade térmica
supera em ate 50 vezes a do ar.



Resisténcia de Contato

TapeLA 3.2 Resisténcia térmica de interfaces representativas sélido/solido

INTERFACE

Chip de silicio/sobreposto com aluminio no ar (27— 500 kN/m?)
Aluminio/aluminio com folha metalica de indio (~100 kN/m?)
Inoxidavel/inoxidivel com folha metalica de indio (~3500 kN/m?)
Aluminio/aluminio com revestimento metalico (Pb)
Aluminio/aluminio com pasta Dow Corning 340 (~100 kN/m?)

noxidavel/inoxidavel com pasta Dow Corning 340 (~3500 kN/m?)
Chip de silicio/aluminio com epoxi de 0,02 mm

Latio/latio com solda de estanho de 15 um

R/ % 10* (m* - KIW)
0,3-0,6
~0,07
~0,04
0,01-0,1
~0,07
~0,04
0,2-0,9
0,025-0,14



